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目的としている。このスチールチップ補強セメント系複合材料（Steel Chip Reinforced 
Cementitious Composites: SCRCC）に加えて、セメント系材料の物性と耐久性などを改
善するセメント混和用ポリマーを混入したスチールチップ補強ポリマーセメント系複合
材料(Steel Chip Reinforced Polymer Cementitious Composites: SCRPCC)を開発し、建
















 第４章は、SCRCC と SCRPCC の乾燥収縮特性を実験的に検討している。ここでは試験区
















って減少する傾向があること、(3) PCM と SCRPCC の比較実験においても上記(1)、(2)と同様の傾向が
見られることを示している。 
第６章は、SCRCC と SCRPCC のクリープ特性を実験的に検証している。実験においては、
てこ式の試験機を作成し、角柱型試験体の曲げクリープひずみを長期計測している。実

































































本論文は環境問題を考慮した SCRCC および SCRPCC という新建築材料の開発と共に、
乾燥収縮ひび割れ本数と平均開口幅の正確な予測手法を構築している。さらに、SCRCCおよび SCRPCC
の積極的な活用により、 鉄鋼産業廃棄物の低減、資源節約及びコスト節減などいろいろな環境負荷
低減が期待され、学術上、及び実用上寄与するところが少なくない。よって、本論文は博
士（工学）の学位論文として価値あるものと認める。また、平成２７年７月２２日、論
文内容とそれに関連した事項について試問を行って、申請者が博士後期課程学位取得基
準を満たしていることを確認し、合格と認めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
